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0.1 Champ d’Application Cet addendum précise les exigences a utiliser en plus, et dans certains cas a la place, de celles publiées
dans la norme J-STD-001H pour garantir la fiabilité¢ des assemblages ¢électriques et ¢lectroniques brasés qui doivent survivre aux
vibrations et aux environnements thermiques cycliques des applications spatiales et militaires.

0.1.1 But Lorsque la documentation d’approvisionnement/la documentation technique I’exigent, le présent addendum compléte ou
remplace les exigences spécifiquement identifiées de la norme J-STD-001H.

0.1.2 Priorité Le contrat est prioritaire sur le présent addendum, les normes référencées et les plans approuvés par I’ Utilisateur. En
cas de conflit entre le présent addendum et les documents applicables qui y sont référencés, le présent addendum est prioritaire.
Lorsque les criteres de référence du présent addendum diffeérent de ceux de la norme publiée J-STD-001H, le présent addendum est
prioritaire. En cas de conflit entre les exigences du présent addendum et le(s) plan(s)/la documentation d’assemblage applicable(s),
le(s) plan(s)/la documentation d’assemblageapplicable(s) approuvé(s) par 1’Utilisateur est(sont) prioritaire(s). Voir le Tableau 1 du
présent addendum 1.7 Ordre de Priorité.

0.1.3 Conceptions existantes ou précédemment approuvées Le présent addendum ne doit pas constituer la seule cause de
modification de conceptions précédemment approuvées. Lorsque les plans de conceptions existantes ou précédemment approuvées
font I’objet d’une révision, ils doivent étre examinés et des modifications doivent étre apportées afin de les rendre conformes aux
exigences du présent addendum.

0.1.4 Utilisation Cet addendum ne doit pas étre utilisé comme document autonome.

Lorsque les criteres ne sont pas modifiés via des changements ou des ajouts, les exigences de la classe 3 de la J-STD-001H doivent
s’appliquer. Lorsque les critéres de J-STD-001H sont altérés ou que de nouveaux critéres sont ajoutés par le présent addendum,
la clause est répertori¢e dans la norme J-STD-001HS, Tableau 1, Exigences en Matiére d’Applications Spatiales et Militaires,
et la totalit¢ de la clause J-STD-001H est remplacée par le présent addendum, sauf indication contraire. Les clauses qui figurent
uniquement dans le présent addendum seront suivies de la mention « [NOUVEAU] » apres le numéro de la clause dans le tableau.

Les clauses, tableaux, figures, etc., de la norme J-STD-001H qui ne sont pas énumérés dans le présent addendum doivent étre
utilisés tels qu’ils ont été publiés.

0.1.5 Peste Rouge (Corrosion par Oxyde de Cuivre) La peste rouge peut se développer dans les conducteurs en cuivre souples ou
recuits recouverts d’argent (pattes de composants, fils monobrin et multibrins et conducteurs de circuits imprimés) lorsqu’une cellule
galvanique se forme entre le métal de base en cuivre et le revétement en argent en présence d’humidité (H20) et d’oxygene (O2).
Une fois initiée, la corrosion sacrificielle du conducteur a base de cuivre peut se poursuivre indéfiniment en présence d’oxygene.
La couleur du sous-produit de la corrosion (cristaux d’oxyde de cuivre) peut varier en fonction des différents niveaux d’oxygene
disponibles, mais elle est généralement notée comme étant une décoloration rouge/rouge-brun sur la surface du revétement
en argent.

L’utilisation d’une couche d’argent sur toute forme de cuivre, par ex. les pattes de composants, les pistes de circuits imprimés,
les fils/cables, doit nécessiter la mise en ceuvre d’un plan de contrdle de la peste rouge (PCPR) approuvé par 1’Utilisateur. Voir
IPC-WP-113, Guide pour 1’Elaboration et la Mise en (Euvre d’un Plan de Contrdle de la Peste Rouge (PCPR), pour des conseils
techniques et un modéle générique de PCPR.

0.1.6 Tracabilité des Matériaux et Procédés Si requis, la tragabilité des matériaux et des procédés utilisés dans la fabrication
de produits électriques/électroniques doit étre conforme a la norme IPC-1782, Norme Relative a la Tragabilité de la Chaine
d’ Approvisionnement et de Fabrication des Produits Electroniques. Le niveau de tragabilité doit étre déterminé entre le Fabricant
et ’Utilisateur.




Avril 2021 IPC J-STD-001HS-FR

J-STD-001HS Tableau 1 Exigences en Matiére d’Applications Spatiales et Militaires

Référence
J-STD-001H Exigences en Matiére d’Applications Spatiales et Militaires (telles que modifiées par le présent addendum)

1.1 Champ d’Application Cette norme présente I'ensemble des matériaux, des méthodes ainsi que les exigences d’acceptation
relatifs a la production d’assemblages électriques et électroniques brasés. Lintention de ce document est de se baser sur la
méthodologie de contrdle de procédé pour assurer des niveaux de qualité corrects pour la fabrication des produits. Il n’est pas dans
I'intention de cette norme d’exclure toute procédure pour le placement des composants ou pour I'application de flux ou d’alliage
utilisés pour réaliser la connexion électrique.

Les opérations de brasage, les équipements et les conditions décrits dans ce document sont basés sur des circuits électriques/
électroniques congus et fabriqués en accord avec les spécifications listées dans le Tableau 1-1 de la norme J-STD-001HS.

1.2 Note: Cette clause est inchangée par rapport a la norme J-STD-001H. Elle est incluse ici pour clarifier que le but de 'addendum
sur les applications spatiales et militaires ne remplace ni ne modifie le but du document de base.

But Le respect de cette norme requiert de se conformer aux exigences des matériaux, aux exigences relatives aux procédés de
fabrication employés, mais aussi aux critéres d’acceptabilité relatifs a la production d’assemblages électriques et électroniques
brasés. Pour approfondir vos connaissances concernant les recommandations et les exigences de ce document, il est possible de
consulter en complément les documents IPC-HBDK-001, IPC-AJ-820 et IPC-A-610. Ces documents peuvent étre réactualisées a
tout moment, notamment par le biais de I'ajout d’amendements. Le recours a un amendement ou a une nouvelle révision de cette
norme n’est pas systématiquement exigé.

1.5.3.2 Applications Haute Fréquence Les applications haute fréquence, c.-a-d., les ondes radio et les micro-ondes, peuvent nécessiter
des espacements entre les éléments, des systemes de montage, et des conceptions d’assemblage qui varient par rapport aux
exigences fixées ici. Lorsque les exigences de conception pour haute fréquence empéchent la conformité aux exigences de
conception et de montage des pieces contenues dans le présent document, les Fabricants peuvent utiliser des conceptions
alternatives. Les critéres d’acceptation de ces conceptions alternatives doivent étre approuvés par I'Utilisateur avant Iutilisation.

1.5.3.3 Applications a Haute Tension Les applications a haute tension peuvent nécessiter des espacements entre les éléments,
des systemes de montage, et des conceptions d’assemblage qui varient par rapport aux exigences fixées ici. Lorsque de telles
exigences de conception empéchent la conformité aux exigences de conception et de montage des piéces contenues dans le
présent document, les Fabricants peuvent utiliser des conceptions alternatives. Les criteres d’acceptation de ces conceptions
alternatives doivent &tre approuvés par I'Utilisateur avant I'utilisation.

1.6.2 Controle Statistique de Procédé | utilisation d’un contréle statistique de procédé est encouragée, mais pas obligatoire, voir la
section 1.6 Exigences du Controle de Procédé. Lorsqu’un systéme de contrble statistique de procédé est utilisé, il doit inclure au
minimum les éléments suivants

a. Une formation est fournie au personnel avec des responsabilités attribuées dans le développement, dans la mise en ceuvre, dans
I'utilisation de méthodes statistiques et de contréle de procédé. Cette formation sera adaptée aux responsabilités attribuées.

b. Des méthodologies et des preuves quantitatives sont suivies pour démontrer que le procédé est capable et sous
contrble. Des stratégies d’amélioration définissent les limites de contréle de procédé initiales et les méthodologies
conduisant a la réduction de I'apparition des indicateurs de procédé afin d’aboutir a une amélioration continue
du procédé.

c. Linspection par échantillonnage doit étre interdite sauf approbation par I'Utilisateur avant sa réalisation.

d. Lorsque I'échantillonnage est pré-approuvé par I'Utilisateur, et que le nombre de défauts identifiés sur I’échantillonnage du lot
dépasse les limites autorisées par le plan d’échantillonnage, le lot entier doit étre inspecté a 100 % pour déterminer la présence
du ou des défauts identifiés.

e. Un systéme est en place pour initier une ou des actions correctives sur I'apparition d’indicateurs de procédé, de(s) procédé(s)
hors controle, et/ou d’assemblages non conformes.

f. Un plan d’audit documenté est défini pour suivre les caractéristiques du procédé et/ou les résultats a une fréquence définie.

g. Une preuve objective du contrble de procédé peut étre sous la forme de tableaux de contrdles ou d’autres outils et techniques
de contrdle statistique de procédé dérivés de I'application de paramétre de procédé et/ou de données de parametre du produit,
voir IPC-HDBK-001.






